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1. KONU

Bu teknik sartname, Milli Savunma Bakanhg ihtiyact igin satin alinacak Atomik Absorbsiyon
Cihaz teknik 6zelliklerini, denetim ve muayene metotlarmi ve ilgili diger hususlari konu alir.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tammlar

2.1.1. Czerney-Turner: Coziiniirliigii yitksek ve algilama uzunlugu en yaygin spektrometre
konfigtirasyonudur.

2.1.2. Fotomultiplier: Foto ¢ogaltici.

2.1.3. Pre-mix tip: On karisim saglayan tip.

2.1.4. Nebuliser: Piiskiirtiicii, sislestirici.

2.2. Kisaltmalar

2.2.1. Cihaz: Atomik Absorbsiyon Cihazi

2.2.2. nm: Nanometre

2.23. D2: Déteryum

2.2.4. SR: Self Reversal (Kendi tersi)

2.2.5. Abs: Absorbans

2.2.6. ppm: Mililitrede ki mikrogram miktari

2.2.7. ppb: Mililitrede ki nanogram miktari

2.2.8. uL: Mikrolitre

2.29. RSD: Relative Standard Deviation (Bagil Standart Sapma)

2.2.10. FDA: Food and Drug Administration (Amerikan Gida ve ila¢ Dairesi)

3 ISTEK VE OZELLIKLER

3.1. Genel istekler

3.1.1. Satin alinacak cihaz miktari ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.
3.1.2. Cihazin kurulumu ve kurulum yerinin hazirlanmasi ile ilgili hususlar ihale dokiimaninda

belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.3. Cihazda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktir.
3.1.3.1. Kirik

3.1.3.2. Catlak

3.1.3.3. Ezilme

3.1.3.4. Boya hatasi (boya dokiilmesi, kabarmasi, akmasi)

3.1.3.5. Paslanma

3.1.4. Cihaz ile birlikte. alt maddelerde belirtilen dokiimanlar, Tiirk¢e ve orijinal lisanda ve/veya
ingilizce basili olarak veya CD veya DVD veya sabit disk ortaminda, ihale dokiimaninda belirtilen
miktarda verilecektir.

3.1.4.1. Kullanim kilavuzu

3.1.4.2. Servis kilavuzu

3.1.4.3. Kalibrasyon periyotlari ve kalibrasyon metodu ile ilgili dokiiman

3.1.5. Kalibrasyon ile ilgili hususlar ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir. )
3.1.6. Egitim ile ilgili hususlar, ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir. £
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3.1.7. Kalite giivence ve iiriin kalite belgelerine iliskin hususlar, yiriirlikteki Milli Savunma
Bakanhg Mal Alimlari Kalite Giivence Hizmetleri Yonergesinde yer alan esaslar dahilinde ihale
dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.8. Kodlandirma islemi, yiiriirlikteki Milli Savunma Bakanligi Milli Kodlandirma Hizmetleri
Y onergesi esaslarina gore yapilacaktir.

3.2, Teknik Istekler

3.2.1. Cihaz 220+%10 AC V ve 50+%3 Hz ile ¢alisacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan yazih
olarak taahhiit edilecektir.

3.2.2. Cihaz alt maddelerde belirtilen tinitelerden olusacaktir.

3.2.2:1. Alev {nitesi

3.22.2. Grafit firm iinitesi

3.2.2.3. Otomatik numune drnekleyici tinitesi

3.2.2.4. Hidriir Ginitesi

3.2.2.5. Bilgisayar tinitesi
3.2.3. Cihaz calistirildiginda en az alt maddelerde belirtilen kontrolleri otomatik yapacaktir.
3.23.1. Otomatik numune drnekleyici baglantisi

3.23.2. Dalga boyu kaynak aramasi
3.2.3.3. Slit kaynak aramast

3.2.34. Grafit firin baglantisi

3.2.3.5. Asetilen vanasi kaynak aramasi

3.2.3.6. Gaz kagagi kontrolii

3.23.7. Basing monitdriiniin agilmasi

3.2.3.8. Alev monitdriiniin agilmasi

3.24. Cihaz band genisligi; 0,2 nm, 0.7 nm, 1,3 nm ve 2.0 nm olmak iizere 4 farkh genislikte
olacaktir.

3255 Cihaz band genisligi secimini otomatik yapacaktir.

3.2.6. Cihazin dalga boyu 6lgiim araligi en az 185 nm - 900 nm olacaktur.

3.2.7. Cihaz monokromatér tipi; yuva sapma diizeltmeli Czerney-Turner olacaktir. Bu husus yiiklenici
tarafindan taahhiit edilecektir.

3.2.8. Cihazin dedektorii, photomultiplier tiip olacaktir.

3.2.9. Cihazin zemin diizeltmesi: D2 lamba ile veya yiiksek hizli SR yontemi ile yapilacaktir

3.2.10. SR yonteminde atomik absorbsiyon ve zemin absorbsiyonu ayni lamba ile Sl¢iilecektir.

3.2.11 Cihazin lamba tutucucusu en az 6 *li olacak ve en az 2 lamba es zamanli yanacaktir.

3.2.12. Es zamanli yakilan lambalarin bir tanesi ile ¢oklu element 6lgiimleri igin hazirhk yapilirken
digeri ile analiz yapacaktir.

3.2.13. Cihazda lamba se¢imi yapildiktan sonra alt maddelerde belirtilen ozellikler otomatik
yapilacaktir.

3.2.13.1.  Lamba akiminin set edilmesi

3.2.13.2.  Optimum dalga boyu

3.2.13.3.  Slitarahiginin segilmesi
3.2.13.4.  Dedektor kazanci
3.2.13.5.  Isik siddeti dengesi
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3.2.14. Cihazda alev iinitesi ve grafit fir iinitesi i¢in ortak kullanilan tek baslik olacaktir. Istenilen
tinite secildiginde bashk otomatik ¢alisacaktir.

3.2.15. Alev Unitesi
3.2.15.1.  Alevli analiz i¢in optik ¢ift 1sinli olacaktir.
3.2.15.2.  Enuygun alev yiiksekligini otomatik olarak ayarlayacaktir.

3.2.15.3. 253,65 nm, 365.01 nm, 435.84 nm, 546.08 nm, 585.25 nm, 640.22 nm ve 724,52 nm dalga
boyunda test edildiginde dogrulugu +0,3 nm’den kii¢iik olacaktir.

3.2.15.4.  Hava sogutmali pre-mix tipte olacaktir.

3.2.15.5.  Alev tipleri Hava-Asetilen ve Azot Protoksit-Asetilen olacaktir.

3.2.15.6.  Non-Background giiriiltii seviyesi Selenyum i¢in 196 nm’de en ¢ok 0,01 Abs. olacaktir.
3.2.15.7. Background-D2 giiriiltii seviyesi Selenyum i¢in 196 nm’de en ¢ok 0,015 Abs. olacaktir.
3.2.15.8.  Zemin gizgisi kararliligi Bakir i¢in 324.8 nm’de 0,005 Abs/30 dakika olacaktir.

3.2.15.9.  Alev iinitesinde nebuliser {izerine oturtulmus titanyumdan imal edilmis yakici baslik olacaktir.
Malzeme cinsi yiiklenici tarafindan yazili olarak taahhiit edilecektir.

3.2.15.10.  Yakict bashgin yatay ve dikey ayarlari bilgisayar yazilimi iizerinden otomatik
ayarlanabilecektir.

3.2.15.11.  Alev tinitesinde kullanilan gaz akis hizi basing kontrolii bilgisayar yazilimi tizerinden kontrol
edilebilecek ve en uygun akis hizini cihaz otomatik belirleyecektir.

3.2.15.12.  Alev unitesi i¢in performans degerleri alt maddelerde belirtildigi gibi olacaktir.
3.2.15.12.1. Bakir 2 ppm’de 0,23 Abs. den biiyiik olacaktir.

3.2.15.12.2. Bakir 2 ppm’de tekrar edilebilirlik %2 den kiigiik olacaktir.

3.2.15.12.3. Bakir dedeksiyon alt limiti %0,006 ppm’den kii¢iik olacaktir.

3.2.15.12.4. Bakir 2 ppm’de dalgalanma %6 *dan kiigiik olacaktir.

3.2.15.13.  Yakici gaz (hava veya azot protoksit) akis hizi cihaz ¢ahstirildigi zaman veya alev sondiigii
zaman otomatik olarak kontrol edilecektir. Gaz kagaginda cihaz sesli alarm verecek ve bilgisayar
yaziliminda kullanict ikaz edilecektir.

3.2.15.14. Hava-Asetilen alevi yakildiktan sonra Azot Protoksit-Asetilen alevine otomatik degisim
yapilacaktir.

3.2.15.15.  Alev siirekli olarak monitorde takip edilecek ve herhangi bir sebeple alev sondiigiinde gaz akisi
otomatik kesilecektir.

3.2.15.16. Drenaj tanki seviyesi siirekli olarak yazilim programindan izlenecektir.

3.2.15.17. Kazalari 6nlemek icin koruma yazilim programi olacaktir. Kullanici tarafindan cihaz kontrol
edilinceye kadar yakma gergeklesmeyecektir.

3.2.16. Grafit Firin Unitesi

3.2.16.1. Cihazin grafit firin iinitesi igin; 253,65 nm, 365,01 nm, 435,84 nm, 546,08 nm, 585,25 nm,
640,22 nm ve 724.52 nm dalga boyunda test edildiginde dogrulugu +0,3 nm’den kii¢iik olacaktir.

3.2.16.2.  Cihaz, grafit firin analizi igin tek 151n yollu olacaktir.
3.2.16.3.  Grafit firmn iinitesinde sogutucu su akis orani yazilim programindan izlenecektir.

3.2.16.4.  Argon gaz basinci yazilim programindan takip edilecektir.

3.2.16.5.  Grafit firmn iinitesinde yiiksek akim koruma iinitesi optik sensor ve salterle ¢ift kontrol yapilarak
saglanmis olacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan taahhiit edilecektir. Jps —
3.2.16.6.  Grafit firin iinitesinde kontrollii blok sogutucu olacaktir. y

3.2.16.7.  En az oda sicakligi ile 3000 °C arahiginda ¢alisma sicakligi kapasitesine sahip q@%caktn‘. Bu

husus yiiklenici tarafindan taahhiit edilecektir.
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3.2.16.8.  Grafit firin Gnitesinde isitma en az 20 kademeli veya dogrusal artish olacaktir.

3.2.16.9.  Cihaz grafit firm {nitesinde, grafit firin bashgini yatay ve dikey eksende otomatik
ayarlayacaktir.

3.2.16.10.  Grafit firin tnitesi i¢in performans degerleri alt maddelerde belirtildigi gibi olacaktir.
3.2.16.10.1. Mangan | ppb’de 0,15 Abs. den biiyiik olacaktir.

3.2.16.10.2. Mangan | ppb’de tekrar edilebilirlik %2.5 den kiigiik olacaktir.

3.2.16.10.3. Mangan dedeksiyon alt limiti %0,03 ppb’den kiigiik olacaktir.

3217, Otomatik Numune Ornekleyici Unitesi

3.2.17.1.  Cihazin hem alev yontemi hem de grafit firin yonteminde kullanilacak tek otomatik numune
ornekleyicisi olacaktir.

3.2.17.2.  Enaz 60 numune ve § reaktif alabilecek kapasiteye sahip olacaktir.
3.2.17.3.  Siringa hacmi en az 250 uL olacaktir.

3.2.17.4.  Enaz2-90 puL arahginda enjeksiyon yapacaktir.

3.2.17.5. 20 uL enjeksiyon i¢in RSD en ¢ok %1 olacaktir.

3.2.17.6.  Referans standart ve numunelerin seyreltilerek enjekte edilmesi istenildiginde otomatik numune
ornekleyicisi standart ve numuneleri otomatik seyreltecektir.

3.2.18. Hidriir Unitesi

3.2.18.1.  En az Arsenik, Selenyum ve Antimon elementel analizleri yapacaktir.
3.2.18.2.  Numune tiiketme miktari en az 0-7 mL/dakika araliginda degistirilebilir olacaktir.
3.2.18.3.  Reaktif tiikketimi 0-2,5 mL/dakika araliginda degistirilebilir olacaktir.
3.2.18.4.  Bilgisayar yazilimindan veya manual olarak ayarlanacaktir.

3.2.19. Bilgisayar Unitesi

3.2.19.1.  Enaz gercek 8 cekirdekli ve en az 3.0 GHz hizinda islemciye sahip olacaktr.
3.2.19.2.  Enaz 16 GB RAM’i olacaktir.

3.2.19:3. En az | TB SSD sabit disk kapasitesi olacaktir.

3.2.19.4.  Enaz23 inch LED veya LCD ekrani olacaktir.

3.2.19.5.  Kablosuz klavye ve kablosuz mouse olacaktir.

3.2.19.6.  Dakikada en az 8 A4 sayfa renkli ¢ikti veren lazer yazici olacaktir.

3.2.19.7.  Bilgisayarda cihaza ait yazilim olacaktir.

3.2.19.8.  Bilgisayar yazilimi en az 21 CFR Part 11 ve FDA regiilasyonlarina uyumlu olacaktir. Bu husus
yiiklenici tarafindan taahhiit edilecektir.

3.2.19.9.  Bilgisayar yazihmindan oyuk katot lambalarinin kag saat kullanildigr ve oOmiirleri takip
edilecektir.

3.2.19.10. Bilgisayar yazilimi ile en az, numune konsantrasyonlari, hacimleri, diizeltme ve seyreltme
katsayilari, 6l¢iim sonuglari tablosundan takip edilecektir.

3.2.19.11. Bilgisayar yazilimi ile en az: dlgiim sonuglari, dedektdr sinyali, atomizer sartlari, kalibrasyon
egrisi, gercek zaman grafigi, analiz sartlart ayni anda monitdérden goriilecektir.

3.2.19.12. Bilgisayar yaziliminda, alev ydntemi, grafit firm yontemi ve hidriir yonteminde galisilabilen her

bir element i¢in hazir program olacaktir. T
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3.2.20. Cihaz ile birlikte alt maddelerde belirtilen malzemelerden istenip 1stenmey/ecg:gl-,-_,ll_stenéceks,e \

cinsi ve miktari ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

3.2.20.1.  Otomatik numune 6rnekleyici alev yontemi Kiti

3.2.20.2.  Otomatik numune 6rnekleyici grafit firm yontemi Kiti
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3.2.20.3.  Grafit tiip

3.2.20.4.  Yagsiz kuru hava kompresorii

3.2.20.5.  Analitik saflig1 en az %99,9 olan argon gazi, tiipii ve regiilatorii
3.2.20.6.  Analitik safligi en az %98 olan azot protoksit gazi, tiipii ve regiilatorii
3.2.20.7.  Analitik saflig1 en az %98 olan asetilen gazi, tiipii ve regiilatorii
3.2.20.8.  Davlumbaz ve baca seti

3.2.20.9.  Oyuk katot lamba
3.2.20.10. Referans standart

3.3. Ambalajlama ve Etiketleme istekleri

3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

4. DENETIM VE MUAYENELER iCIN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve muayeneler i¢in numune alma islemi, yiiriirliikteki Milli Savunma Bakanligi Mal
Alimlari Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Yonergesi esaslarina gore yapilacaktir.

4.2. Satin alinacak cihaz tiim aksesuarlariyla birlikte denetim ve muayeneye tabi tutulacaktir.

5, DENETIM VE MUAYENE

5.1. Denetim ve muayeneler, yiiriirlikte olan Milli Savunma Bakanligi Mal Alimlar Denetim,

Muayene ve Kabul Islemleri Yonergesi esaslarina gore yapilacaktir.

5.2. Yiiklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tim cihaz ve &lgii aletlerinin
kalibrasyonlarinin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kurulusun verdigi
muayene esnasinda gegerliligi bulunan belge/sertifika, muayeneler sirasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. Teknik sartnamenin istek ve 6zellikler kisminda istenen taahhiitler, yiiklenici tarafindan iiretici
firma veya yetkili temsilcisi/saticisi firma tarafindan onayli tiriin teknik kataloglarina/dokiimanina atif yapan
yazili taahhiit seklinde olacaktir. Atif yapilan dokiiman, yazili taahhiide ek yapilarak, yiiklenici tarafindan
muayene esnasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
6.1. Uretici iiriin kataloglart.

s EKLER

7.1. Yoktur.
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HAZIRLAYAN MAKAM:
- HAZIRLAYANLAR
/Savas POLAT | Tenzi
Isei DeMe.
Kalite Kontrol Kismi Teknik Midiirliik
KONTROL EDILMISTIR
NaciyeDilek ASAN Bilgén SUBASI
Ecz.Yb. Ecz.Yb.
Teknik Miidirliik Kalite Kontrol Kismi
UYGUNDU
0
Volkan ERDEM
Eczaci Albay
[lag Fabrikas1 Miidiir V.
ONAYLAYAN MAKAM:
INCELENMISTIR
Neset TURAN
Milli Savunma Uzmani

AL, ¢ prmdea MM

Gn.Md.Yrd. M.SOYKAN/V/)

Hiiseyin DUMAN
Hava Tiimgeneral
Genel Mudiir
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